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Ⅰ 決算状況 
2015年3月期第３四半期（2014年12月31日） 



46.4%

26.1%

15.1%

12.4%
29.7%

31.8%

24.0%

14.5%

3 

Ⅰ 決算状況  事業部門別売上高構成比  

15/ 3期 ３Ｑ  10,254百万円 
14/ 3期 ３Ｑ  15,002百万円 

15/3期  ３Ｑ 5,015百万円 
14/3期  ３Ｑ 4,008百万円 

15/ 3期 ３Ｑ 10,999百万円 
14/ 3期 ３Ｑ 8,455百万円 
  

【外側】 
2015年3月期第３四半期 

連結売上高 

 34,541百万円 

 

【内側】 
2014年3月期第３四半期 

連結売上高 

  32,356百万円 

 

家電関連および 
その他事業 

その他 自動車関連 

生産設備事業 

半導体関連 

生産設備事業 

15/ 3期  ３Ｑ 8,271百万円 
14/ 3期  ３Ｑ 4,889百万円 
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Ⅰ 決算状況  決算概要    

決算概要 

■ 売上高は、家電関連その他、半導体関連の増収により前年同期比増。 
■ 売上増に加え、売上原価率の減少等により、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに大幅増。 
■ 受注高、受注残高も共に増加。 

（単位：百万円） 

32,356 32,381

20,026

34,542

43,627

25,350

0
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40,000

50,000

売上高 受注高 受注残高

14年３月期 ３Ｑ 15年３月期 ３Ｑ

連結決算 
2014年３月期 

第３四半期 

2015年３月期 

第３四半期  

対前年同期比 

増減率 

売上高           32,356       34,541   ＋6.8％ 

営業利益               622        1,311 ＋110.8％ 

経常利益               600              1,228 ＋104.7％ 

四半期純利益               369                667  ＋80.6％ 

受注高      32,381            43,627   ＋34.7％ 
受注残高      20,026            25,350   ＋26.6％ 
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Ⅰ 決算状況  決算概要    

業績修正・増配 

■ 第３四半期の業績が堅調で、尚且つ第４四半期の業績も堅調を維持することが見込まれるため、 
   期末予想を上方修正した。 
■ また、業績予想の修正に伴い、期末配当予想を修正した。 

（単位：百万円） 

連結決算 

2015年３月期 

予想 

前回発表 今回発表 
対前回発表 

増減率 

売上高         50,000        52,000   ＋4.0％ 

営業利益      1,200(2.4%）     2,000(3.8%）   ＋66.6％ 

経常利益       1,100（2.2%）     1,900（3.7%）   ＋72.7％ 

四半期純利益        650（1.3%）       1,100（2.1%）   ＋69.2％ 

12.5円 15.0円 

前回発表 

■ 1株当たり期末配当予想 

今回発表 

※ カッコ内は対売上高比 
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Ⅰ 決算状況  営業利益の増減要因分析 

（単位：百万円） 

2014/３ ３Ｑ 

営業利益 

622 

  約6.9億円 
  増加 

売上高増加 

による 

損益影響 

約3.1億円 

増加 

原価率減
による影響 

約8.2億円増加 

＋ ＋ 

＋ ＋ 2015/３ ３Ｑ 

営業利益 

販管費増
による影響 

 
約4.4 円減少 

1,311 
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主な増減科目 

資産 

 仕掛品                               ＋2,435 
  受取手形及び売掛金              ＋430 
 投資有価証券             ＋271 
 現金及び預金                 △766              
 

 

負債・純資産 

 支払手形及び買掛金          ＋2,877 
  前受金                   ＋1,217 
  長期借入金               ＋1,204 
 短期借入金                             △2,977  

2014年３月期 2015年３月期 ３Ｑ 増 減 

流動資産  38,408  41,021 ＋6.8％ 

有形固定資産  15,817  15,702 △0.7％ 

無形固定資産  412  380 △7.7％ 

投資その他資産  3,713  3,387 △8.8％ 

流動負債  26,952  28,041 ＋4.0％ 

固定負債  12,204  12,420 ＋1.8％ 

純資産  19,194  20,029 ＋4.4％ 

総資産  58,352  60,491 ＋3.7％ 

自己資本比率 32.5％ 32.7％ ＋0.2Point 

（単位：百万円） 

Ⅰ 決算状況  貸借対照表 

■ 貸借対照表 
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2015年3月期 

３Ｑ 

期末残高 

 

7,791 

2014年3月期 

期末残高 

 

8,548 

■ キャッシュフロー （単位：百万円） 

営業活動による 

キャッシュフロー 

2,498百万円 

投資活動による 

キャッシュフロー 

△299百万円 

現金及び 

現金同等物に 

係る換算差額 

51百万円 

財務活動による 

キャッシュフロー 

△3,007百万円 

■ 想定為替レート 

757 ＋ ＋ 

2013年４月１日～ 
2013年11月30日 

2013年12月１日～ 
2014年９月30日 

2014年10月１日～ 
 

１US 
ドル 

95円 100円 106円 

Ⅰ 決算状況  キャッシュフロー／想定為替レート 

＋ ＋ 
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Ⅰ 決算状況  事業部門別連結売上高   

事業部門別売上高の状況 
単位：百万円 

■自動車関連は減収だったものの、家電その他、半導体関連の増収により全体では増収。   

2014/3 ３Ｑ 

事業部門 
2014/3 

３Ｑ 

2015/3 

３Ｑ 

対前年同期比 

増減率 

自動車      15,002   10,254    △31.6% 

半導体     8,455   10,999    ＋30.1% 

家電関連
その他 

      4,889    8,271    ＋69.2% 

その他       4,008    5,015    ＋25.1% 

合計      32,356   34,541      ＋6.8% 

2015/3 ３Ｑ 

自動

車

46.4%半導

体

26.1%

家電

その他
15.1%

その

他

12.4%
自動

車

29.7%

半導

体

31.8%

家電

その他
24.0%

その

他

14.5%

 ・ 自動車関連設備：前年同期に比較して、大型案件の売上げが少なく減収。            

 ・ 半導体関連設備：製造受託案件及び国内外のデバイスメーカー、装置メーカーへの売上げ増により増収。 

 ・ 家電関連およびその他：掃除機の大型案件設備及びタイヤ関連等の売上げ増加により大幅増収。 
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事業部門別受注高の状況 

Ⅰ 決算状況   事業部門別連結受注高 

 

    

■ 家電関連その他を筆頭に各事業部門とも堅調に受注を増やし、全体で増加。  

単位：百万円 

事業部門 
2014/3 

３Ｑ 

2015/3 

３Ｑ 

対前年同期比 

増減率 

自動車     11,137    13,255     ＋19.0% 

半導体       9,731    13,615      ＋39.9% 

家電関連
その他 

      6,634    12,183      ＋83.6% 

その他       4,877     4,573       △6.2% 

合計      32,381    43,627      ＋34.7% 

2014/3 ３Ｑ 2015/3 ３Ｑ 

自動

車

34.4%

半導

体

30.0%

家電

その他
20.5%

その

他

15.1%
自動

車

30.4%

半導

体

31.2%

家電

その他
27.9%

その

他

10.5%

 ・ 自動車関連設備：北米・国内の自動車メーカー、国内の自動車部品メーカー等の受注により増加。            

 ・ 半導体関連設備：製造受託案件及び装置メーカー等からの大型案件等により増加。 

 ・ 家電関連およびその他：掃除機関連、タイヤ関連の大型案件他、多種の事業分野からの受注により大幅増加。 
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事業部門別受注残高の状況 

Ⅰ 決算状況   事業部門別連結受注残高 

■自動車関連はやや減少したものの、家電関連、半導体関連の大幅な受注増により 

  全体では増加。 

   

単位：百万円 

事業部門 
2014/3 

３Ｑ 

2015/3 

３Ｑ 

対前年同期比 

増減率 

自動車     9,816     9,144     △6.8% 

半導体     4,338     6,801    ＋56.8% 

家電関連
その他 

    4,263     8,073    ＋89.4% 

その他     1,607     1,330    △17.2% 

合計   20,026   25,350    ＋26.6% 

2014/3 ３Ｑ 2015/3 ３Ｑ 

自動

車

49.0%半導

体

21.7%

家電

その他
21.3%

その

他

8.0% 自動

車

36.1%

半導

体

26.8%

家電

その他
31.8%

その

他

5.3%
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0
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10,000

12,000

14,000
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18,000

2013/３
４Ｑ

2014/3 
１Ｑ

２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2015/3 
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２Ｑ ３Q

自動車 半導体 家電関連他 その他

事業部門別四半期売上高の推移 
百万円 

Ⅰ 決算状況  事業部門別四半期売上高の推移／事業部別四半期受注高の推移 

事業部門別四半期受注高の推移 
百万円 

10,960 

16,449 

8,184 

12,241 

12 

9,179 

11,011 

6,317 2,691

4,217 4,090

3,455

2,543

2,169

3,559

2,494

1,562

1,657

1,795

1,942

3,553

4,725

7,113

4,335 4,2304,081

2,811

4,552 3,352

2,291

4,098

1,797

1,097

3,039

1,994

1,498

1,344

1,166

1,179

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2013/３
４Ｑ

2014/3 
１Ｑ

２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2015/3 
１Ｑ

２Ｑ ３Q

自動車 半導体 家電関連他 その他

13,675 

8,628 

13,607 

10,120 

15,089 
14,722 

8,740 

15,618 

12,125 

11,559 
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事業部門別四半期受注残高の推移 

4,277

3,718

6,8014,162

6,692

7,212

8,073
738

1,773

1,916

1,330

13,681 9,144

9,72810,582

13,693

6,143

11,485
9,816

4,7083,062

3,777

4,338

4,186

4,681

3,968

4,263

1,607

1,023

1,244
1,592

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2013/３
４Ｑ

2014/3 
１Ｑ

２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2015/3 
１Ｑ

２Ｑ ３Ｑ

自動車 半導体 家電関連他 その他

百万円 

25,350 

20,001 

23,614 

20,967 

Ⅰ 決算状況  事業部門別四半期受注残高の推移 

20,026 

16,265 

23,143 
22,577 
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HCA  

（アメリカ） 

HSL（シンガポール） 

HAS, HME 

  （中国 上海） HEE（ドイツ） 

HET（タイ） 

欧州 

中国･台湾 

東南アジア 

北米 

HCT（台湾 ） HEM （メキシコ） 

HFM（マレーシア） 

自動車部品関連の 

受注が増加中 

自動車部品関連が好調だが、 

家電関連の大型案件が遅延 

自動車部品関連を 

中心に展開中 

半導体関連分野へ移行中 

自動車関連を中心 

に好調 

新工場稼働開始 

HCAとの協業により 

自動車関連好調 

日本 アジア 北米 欧州 合計 

14/3 
３Ｑ 

15/3 
３Q 

14/3 
３Ｑ 

15/3 
３Q 

14/3 
３Ｑ 

15/3 
３Q 

14/3 
３Ｑ 

15/3 
３Q 

14/3 
３Ｑ 

15/3 
３Q 

売上高   27,228    27,359    2,969    5,141    1,815   1,708     342      332   32,356  34,541 

営業 
利益 

        85     1,007       439      116       142      169       △7  △6       660   1,286 

所在地別売上高 単位：百万円 

Ⅰ 決算状況  海外現地法人の状況 
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Ⅱ トピックス 

中国の子会社２社が合同で中国国際工業博覧会に出展 

各種ロボット、スマートフォン・自動車部品用自動化設備などを出展し、 

お客さまから多くの問合せを受けました。 

 
2014年11月4～8日、上海新国際博覧センターにて、当社の中国の子会社である平田机工自動化設備（上海） 

有限公司及び平田机械設備销售（上海）有限公司の2社が合同で、第16回 中国国際工業博覧会に、 

先端3軸付きマシンベース、スカラ型ロボット、スマートフォン・自動車部品用自動化設備の実機などを出展 

しました。出展目的は、両社を含む当社グループの知名度向上および中国内での受注拡大を目指すことであり、 

出展にあたっては当社ロボット部が協力しました。 

 

ブースには、多数の来訪者があり、200社を超えるお客さまからの問い合わせを受けています。 

当社グループでは、出展で得られた様々な情報を基に、中国市場での営業展開に注力しています。 
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Ⅲ 2015年３月期業績の見通し 
2015年3月期第３四半期（2014年12月31日） 
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Ⅲ 2015年３月期業績の見通し   事業環境 

 

 
中国の経済成長鈍化に伴う周辺新興国の貿易面への影響、欧州の金融不安再燃の懸念、中東
情勢の不安定化等を背景とした世界経済の成長鈍化懸念はあるものの、自動車、半導体市場の
成長はさらに続く見込みである。 

米国、中国市場をはじめ世界的に市場は成長しており、特に米国市場においてはピックアップトラックなど大型
車の販売が好調である。それに伴い北米自動車メーカーの業績も好調で設備投資が継続される見込み。 
また、国内の完成車メーカー、部品メーカーも海外工場での設備投資が継続する見込みである。 
 

スマートフォンは安価な製品が台頭し、タブレット端末も成長が減速してはいるが、世界の半導体市場の売上げ
は増加しており、なおも成長は継続する見込みである。 
 

自動車関連事業 

半導体関連事業 

家電関連およびその他 

家電関連は依然、東南アジアなど新興国を中心に堅調。また、自動車市場の好調さに比例してタイヤの販売も
堅調に推移する見込みである。 
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Ⅲ  2015年３月期業績の見通し   業績予想 

※２月12日に通期業績予想の修正を発表しました。 

（単位：百万円） 

上期 下期 通期 

売上高  20,865 31,134 52,000 

自動車関連 6,024 9,975     16,000 

半導体関連 6,908 11,091        18,000 

家電関連およびその他 4,712 7,287        12,000 

その他 3,220 2,779         6,000 

営業利益 （率） 842（4.0％）  1,157（3.7％）    2,000(3.8％） 

経常利益 （率） 818（3.9％）   1,081（3.5％）    1,900(3.7％） 

当期純利益 （率） 452（2.2％）   647（2.1％）    1,100(2.1％） 
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Ⅳ 参考資料 
2015年3月期第３四半期（2014年12月31日） 
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Ⅳ   参考資料     研究開発費・設備投資額・減価償却費 

643

336

632
544

706687

0

100

200
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900

1 ,000

1 ,100

百万円 

  14/３期   15/３期               14/３期   15/３期             14/３期   15/３期                             

                       
                          

   研究開発費              設備投資額             減価償却費 

３Ｑ      ３Ｑ               ３Ｑ      ３Ｑ              ３Ｑ      ３Ｑ          
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Ⅳ  参考資料 主要指標 

たな卸資産・たな卸資産回転日数 

有利子負債残高・D/Eレシオ・Ｎｅｔ D/Eレシオ 自己資本・自己資本比率 

売上債権・売上債権回転日数 
百万円 

百万円 

日 

 倍 

百万円 日 

【注】売上債権回転日数、たな卸資産回転日数については、各四半期毎の期中平均値にて算出しております。 

百万円 ％ 
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本資料のお取扱い上のご注意 

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時

点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、

経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリ

スクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の

変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記

述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることが

あることをご承知おきください。 


